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(57) Abstract: The invention relates to a method for transferring chips onto a receiver substrate from tiles arranged on a support
substrate, comprising: - forming a substrate (10), referred to as the pseudo-donor substrate, comprising the support substrate (2) and the
tiles (1), wherein two adjacent tiles are spaced apart by a first distance (d1), - carrying out chemical mechanical polishing on the tiles,
- forming a weakened zone in at least one portion of the tiles so as to delimit a respective chip, - bonding the pseudo-donor substrate
to the receiver substrate via the tiles, - detaching the tiles along the weakened zone so as to transfer a respective chip onto the receiver
substrate, two adjacent chips being spaced apart by a second distance greater than the first distance (d1), - before the bonding step,
locally roughening the surface of the tiles and/or the receiver substrate to make regions of the surface unsuitable for bonding, so as to
prevent the chips from being transferred in said regions.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de transfert de puces sur un substrat receveur a partir de pavés agencés sur un substrat
support, comprenant : - la formation d'un substrat (10), dit pseudo-substrat donneur, comprenant le substrat support (2) et les pavés
(1), dans lequel deux pavés adjacents sont distants d'une premicre distance (d1), - la mise en ceuvre d'un polissage mécano-chimique
des pavés, - la formation d'une zone de fragilisation dans au moins une partie des pavés de sorte a délimiter une puce respective, - le
collage du pseudo-substrat donneur sur le substrat receveur par l'intermédiaire des pavés, - le détachement des pavés le long de la zone
de fragilisation de sorte a transférer une puce respective sur le substrat receveur, deux puces adjacentes étant distantes d'une seconde
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distance supéricure a la premiére distance (d1), - avant le collage, une rugosification localisée de la surface des pavés et/ou du substrat
receveur pour rendre des régions de ladite surface inaptes au collage, de sorte a empécher le transfert des puces dans lesdites régions.




